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รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที,เกิดขึ้นในกลุ่มควบคุม 

(กลุ่มที, 1) ที่ทำการเชื่อมต่อชั้นเรซินคอมโพสิตโดยไม่มีการปนเปีอนด้วย'นาลาย (Control)

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 99.43 Cohesive B2

2 82.56 Adhesive

3 95.13 Adhesive

4 112.2 Adhesive

5 85.72 Adhesive

6 99.76 Adhesive

7 98.68 Adhesive

8 102.2 Adhesive

9 94.6 Adhesive

10 97.36 Adhesive

11 96.76 Adhesive

12 55.71 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 2) ที่ไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วย

'นาลาย (Saliva)

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 46.17 Adhesive

2 49.73 Adhesive

3 63.77 Adhesive

4 36.92 Adhesive

5 51.66 Adhesive

6 47.68 Adhesive

7 45.35 Adhesive

8 62.60 Adhesive

9 58.43 Adhesive

10 56.25 Adhesive

11 62.12 Adhesive

12 48.59 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 3) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรด (Acid)

ซิ้นดัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

า 71.44 Adhesive

2 84.06 Adhesive

3 68.15 Adhesive

4 75.49 Adhesive

5 62.64 Adhesive

6 51.94 Adhesive

7 64.83 Adhesive

8 77.17 Adhesive

9 54.52 Adhesive

า0 79.59 Adhesive

11 66.46 Adhesive

12 83.54 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง 

(กลุ่มที่ 4) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้ลารบอนดิงผลิตภัณฑ์ Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus 

(Bond (SMP))

ซิ้นดัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 112.70 Adhesive

2 107.30 Adhesive

3 120.80 Adhesive

4 112.10 Cohesive B2

5 117.20 Adhesive

6 115.40 Adhesive

7 101.10 Adhesive

8 133.50 Adhesive

9 96.88 Adhesive

10 133.20 Adhesive

11 129.51 Adhesive

12 116.20 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที'เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง 

(กลุ่มที, 5) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทาลารบอนดิงผลิตภัณฑ์ Adper™ Scotchbond Multi

purpose™ Plus (Acid+Bond (SMP))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 98.96 Adhesive

2 118.60 Adhesive

3 112.70 Adhesive

4 115.40 Cohesive B2

5 96.70 Adhesive

6 134.80 Adhesive

7 115.20 Adhesive

8 131.60 Adhesive

9 101.50 Adhesive

10 127.30 Adhesive

11 141.90 Adhesive

12 118.30 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที,เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 6) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างขึ้นเรซินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธ ีการทาสารบอนดิงผลิตภัณฑ์OptiBond Solo™ Plus (Prime&Bond (OP-solo))

ชิ้นตัวอย่างที, ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 119.50 Adhesive

2 98.38 Adhesive

3 98.42 Adhesive

4 101.70 Adhesive

5 115.20 Adhesive

6 105.00 Adhesive

7 114.40 Adhesive

8 117.10 Adhesive

9 107.60 Adhesive

10 115.60 Adhesive

11 104.20 Adhesive

12 122.50 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่๓ ดขึ้นในกลุ่มทดลอง 

(กลุ่มที่ 7) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทาสารบอนดิงผลิตภัณฑ์ OptiBond Solo™ Plus 

(Acid+ Prime&Bond (OP-solo))

ช้ินดัวอย่างที, ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 121.20 Adhesive

2 111.30 Adhesive

3 117.20 Adhesive

4 115.20 Adhesive

5 116.50 Adhesive

6 126.90 Adhesive

7 136.40 Adhesive

8 104.20 Adhesive

9 116.10 Adhesive

10 109.00 Adhesive

11 106.30 Adhesive

12 118.50 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 8) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธีการทาสารบอนดิงผลิตภัณฑ์ ONE-STEP ® (Prime&Bond (One-Step))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 111.80 Adhesive

2 105.10 Adhesive

3 109.60 Adhesive

4 118.30 Adhesive

5 105.10 Adhesive

6 128.10 Adhesive

7 122.10 Adhesive

8 126.20 Adhesive

9 127.60 Adhesive

10 104.20 Adhesive

11 115.90 Adhesive

12 131.50 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที,เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง 

(กลุ่มที่ 9) ที่มีการเตรียมพื้นผิวกอนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทาสารบอนดิงผลิตภัณฑ์ ONE-STEP ๑ 

(Acid+ Prime&Bond (One-Step))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 103.60 Adhesive

2 116.70 Adhesive

3 93.78 Adhesive

4 95.24 Adhesive

5 91.41 Adhesive

6 113.20 Adhesive

7 92.36 Adhesive

8 130.60 Adhesive

9 115.50 Adhesive

10 85.39 Adhesive

11 104.80 Adhesive

12 95.77 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 10) ที่มีการเตรียมพื้นผิวกอนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที,มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธีการทาสารไพรเมอร์ ผล ิตภ ัณฑ ์CLEARFIL SE™ BOND X (Prime (SE))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 99.63 Adhesive

2 124.40 Adhesive

3 98.14 Adhesive

4 124.90 Adhesive

5 104.30 Adhesive

6 128.40 Adhesive

7 117.90 Adhesive

8 124.20 Adhesive

9 123.90 Adhesive

10 125.70 Adhesive

11 100.20 Adhesive

12 123.30 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 11) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที,มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธีการทาสารบอนดิง ผล ิตภ ัณฑ ์CLEARFIL™ SE BOND X (Bond (SE))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 76.59 Adhesive

2 119.00 Adhesive

3 66.77 Adhesive

4 80.08 Adhesive

5 87.58 Adhesive

6 88.18 Adhesive

7 122.80 Adhesive

8 101.20 Adhesive

9 86.52 Adhesive

10 104.20 Adhesive

11 118.20 Adhesive

12 67.89 Adhesive



76

ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง 

(กลุ่มที่ 12) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตทีมการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการทาสารไพรเมอร์และบอนดิง ผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ SE BOND X 

( Prime&Bond (SE))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 114.90 Adhesive

2 104.30 Adhesive

3 92.13 Adhesive

4 108.00 Adhesive

5 136.60 Adhesive

6 103.90 Adhesive

7 128.30 Adhesive

8 118.90 Adhesive

9 132.80 Adhesive

10 106.30 Adhesive

11 92.17 Adhesive

12 94.54 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที'เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 13) ที,มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นเรชินคอมโพสิตที'มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วย'วิธีการทาลารบอนดิงผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ ร3BOND (Bond (S3))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 100.80 Adhesive

2 99.62 Adhesive

3 79.91 Adhesive

4 92.40 Adhesive

5 87.83 Adhesive

6 106.40 Adhesive

7 96.57 Adhesive

8 110.90 Cohesive B2

9 89.07 Adhesive

10 102.60 Adhesive

11 87.62 Adhesive

12 88.51 Adhesive
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ข้อมูลดิบของค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคและลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง

(กลุ่มที่ 14) ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย

นํ้าลายด้วยวิธีการทาลารบอนดิงผลิตภัณฑ์ Adper™ Prompt ™ (Bond (Adper))

ชิ้นตัวอย่างที่ ค่าความแข็งแรงดึงระตับจุลภาค ลักษณะความล้มเหลว

(MPa)

1 40.70 Adhesive

2 70.34 Adhesive

3 74.62 Adhesive

4 52.10 Adhesive

5 44.21 Adhesive

6 60.16 Adhesive

7 40.76 Adhesive

8 50.11 Adhesive

9 79.36 Adhesive

10 48.55 Adhesive

11 35.60 Adhesive

12 65.25 Adhesive
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ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน Kolmogorov-

มาตรฐาน Smirnov

1 Control 12 127.6833 23.00003 p=0.774

2 Saliva 12 52.4392 8.26591 p=0.988

3 Acid (SMP) 12 69.9858 10.52810 p=0.997

4 Bond (SMP) 12 116.3242 11.66815 p=0.978

5 Acid+Bond (SMP) 12 117.7467 14.32014 p=0.967

6 Prime&Bond (OP-solo) 12 109.9667 8.40491 p=0.717

7 Acid+ Prime&Bond (OP-solo) 12 116.5667 8.89927 p=0.903

8 Prime&Bond (One-step) 12 117.1250 9.94550 p=0.943

9 Acid+ Prime&Bond (One-Step) 12 103.1958 13.37579 p=0.662

10 Prime (SE) 12 116.2475 11.89699 p=0.209

11 Bond (SE) 12 93.2508 19.63379 p=0.805

12 Prime&Bond (SE) 12 111.0700 15.41964 p=0.910

13 Bond(S3) 12 95.1858 9.12136 p=0.898

14 Bond (Adper) 12 55.1467 14.51982 p=0.894

จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ โคลโมโกรอฟ-สเมอนอฟ (Kolmogorov-Smirnov) ซึ่งเป็นสถิติ 

ที่ใช้วิเคราะห์การกระจายของข้อมูล พบว่าข้อมูลทุกกลุ่มในการทดลองมีรูปแบบการกระจายตัว

แบบปกติที่ p<0.05

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ทำการเก็บมาตรงกับเงื่อนไขในการวิเคราะห์ 

โดยใช้สถิติแบบหาราเมตริกซ์คือข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ สถิติที่ใช้คือสถิติแบบพารา 

เมตริกซ์ชนิดวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variances) เมือทำการ 

ทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวน (Homogeneity of variances) โดยแยกทดสอบเป็น 

กลุ่มๆ
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ทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวน (Homogeneity of variances) ส่วนท่ี 1 กลุ่ม 

ที่ทำการเชื่อมต่อชั้นเรชินคอมโพสิตโดยไม่มีการปนเป้อนด้วยนํ้าลาย กับกลุ่มที่ไม,มีการเตรียม 

พื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตหลังจากที่มืการปนเป้อนด้วยนํ้าลาย และกลุ่มที่ 

มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มืการปนเป้อนด้วยนํ้าลายด้วย 

วิธีการต่างๆตามการทดลองทุกวิธี

Levene Statistic df1 df2 Sig.

2.854 13 154 .001

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในส่วนท่ี 1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 91856.981 13 7065.922 39.010 .000

Within Groups 27894.435 154 181.133

Total 119751.42 167

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองในส่วนที่ 1 ท่ี p<0.001

เนื่องจากค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ จึงทำการทดสอบเพื่อรับรองผลของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

วิธีการของ Brown-Forsythe ดังนี

Robust Tests of Equality of Means

Statistic(a) df1 df2 Sig.

Brown-Forsythe 39.010 13 102.968 .000

a Asymptotically F distributed

ทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวน (Homogeneity of variances) ในส่วนที 2 

กลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเป้อนด้วยนํ้าลาย 

ด้วยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทซ์

Levene Statistic df 1 df2 Sig.

.911 6 77 .492
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การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในส่วนท่ี 2

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 21471.209 6 3578.535 28.475 .000

Within Groups 9676.890 77 125.674

Total 31148.099 83

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองในส่วนที่ 2 ท่ี p<0.001

ทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวน (Homogeneity of variances) ส่วนที่ 3 กลุ่ม 

ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที่มีการปนเบื้เอนด้วยนํ้าลายด้วย 

วิธีการใช้สารยึดติดชนิดเซลฟัเอทช์

Levene Statistic df1 df2 Sig.

2.696 4 55 .040

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในส่วนท่ี 3

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 27572.674 4 6893.168 32.551 .000

Within Groups 11646.951 55 221.763

Total 39219.625 59

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองในส่วนที่ 3 ท่ี p<0.001

เนื่องจากค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มไม,เท่ากัน ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จึงทำการทดสอบเพื่อรับรองผลของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

วิธีการของ Brown-Forsythe ดังนี

Robust Tests of Equality of Means

Statistic(a) df1 df2 Sig.

Brown-Forsythe 32.551 4 44.595 .000

a Asymptotically F distributed.
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ทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวน (Homogeneity of variances) ส่วนที 4 กลุ่ม 

ที่มืการเตรยมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที,มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วย 

วิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทซ์และเซลฟัเอทช์

Levene Statistic df1 df2 Sig.

2.296 11 132 .013

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในส่วนท่ี 4

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 55043.641 11 5003.967 30.976 .000

Within Groups 21323.841 132 161.544

Total 76367.482 143

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองในส่วนที่ 4 ท่ี p<0.001

เนื่องจากค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จึงทำการทดสอบเพื่อรับรองผลของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

วิธีการของ Brown-Forsythe ดังนิ

Robust Tests of Equality of Means

Statistic(a) df1 df2 Sig.

Brown-Forsythe 30.976 11 102.710 .000

a Asymptotically F distributed.
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ผลการเปรียบเทียบเชิงช้อนโดยแทมเอน«โที2 (Tamhane's T2) ในส่วนที' 1 เม่ือ 

เปรียบเทียบกลุ่มที่ทำการเชื่อมต่อชั้นเรชินคอมโพสิตโดยไม่มีการปนเปีอนด้วย,นาลายกับกลุ่มที่ไม่ 

มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตหลังจากที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายและกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่มีการปนเปีอน 

ด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการต่างๆตามการทดลองทุกวิธี

(I) group (J) group

Mean

Difference (l-J) Std. Error Sig.

Control Saliva 7 5 .2 4 4 1 7 (*) 7 .0 5 5 3 0 .000

Acid  (SMP) 5 7 .6 9 7 5 0 0 7 .3 0 2 0 7 .000

Bond(SMP) 1 1 .3 5 9 1 7 7 .4 4 5 0 6 1 .000

Acid+Bond (SMP) 9 .9 3 6 6 7 7 .8 2 1 2 7 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 1 7 .7 1 6 6 7 7 .0 6 8 9 7 .903

Acid+Prime&Bond(OP-solo) 1 1 .1 1 6 6 7 7.11921 1 .000

Prime&Bond (One-Step) 1 0 .5 5 8 3 3 7 .2 3 3 6 9 1 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 2 4 .4 8 7 5 0 7 .68 06 7 .377

Prime (SE) 1 1 .4 3 5 8 3 7 .4 7 5 1 8 1 .000

Bond (SE) 3 4 .4 3 2 5 0 8 .7 2 9 6 8 .063

Prime&Bond (SE) 1 6 .6 1 3 3 3 7 .9 9 3 5 7 .992

Bond (S3) 3 2 .4 9 7 5 0 0 ๆ 7 .1 4 2 6 0 .038

Bond (Adper) 7 2 .5 3 6 6 7 0 7 .8 5 1 8 9 .000

Saliva Control - 7 5 .2 4 4 1 7 0 7 .0 5 5 3 0 .000

Acid  (SMP) - 1 7 .5 4 6 6 7 0 3 .8 6 4 0 0 .016

Bond(SMP) - 6 3 .8 8 5 0 0 0 4 .1 2 7 8 6 .000

Acid+Bond(SM P) - 6 5 .3 0 7 5 0 0 4 .7 7 3 1 2 .000

Prime&Bond (OP-solo) - 5 7 .5 2 7 5 0 0 3 .4 0 3 0 3 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - 6 4 .1 2 7 5 0 0 3 .50621 .000

Prime&Bond (One-Step) - 6 4 .6 8 5 8 3 0 3 .7 3 3 1 6 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) - 5 0 .7 5 6 6 7 0 4 .5 3 9 0 6 .000

Prime (SE) - 6 3 .8 0 8 3 3 0 4 .1 8 1 9 4 .000

Bond (SE) - 4 0 .8 1 1 6 7 0 6 .1 4 9 6 0 .001
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) Std. Error Sig.

Prime&Bond (SE) - 5 8 .6 3 0 8 3 0 5 .0 5 0 5 0 .000

Bond (S3) -4 2 .7 4 6 6 7 (* ) 3 .5 5 3 4 5 .000

Bond (Adper) -2 .7 0 7 5 0 4 .8 2 3 1 2 1.000

Acid (SMP) Control - 5 7 .6 9 7 5 0 0 7 .3 0 2 0 7 .000

Saliva 1 7 .5 4 6 6 7  ( ๆ 3 .8 6 4 0 0 .016

Bond(SMP) - 4 6 .3 3 8 3 3 0 4 .5 3 6 7 6 .000

Acid+Bond (SMP) - 4 7 .7 6 0 8 3 0 5 .1 3 0 8 5 .000

Prime&bond (OP-solo) - 3 9 .9 8 0 8 3 0 3 .88891 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - 4 6 .5 8 0 8 3 0 3 .97951 .000

Prime&Bond (One-Step) - 4 7 .1 3 9 1 7 0 4 .1 8 0 8 5 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) - 3 3 .2 1 0 0 0 0 4 .9 1 3 8 6 .000

Prime (SE) - 4 6 .2 6 1 6 7 0 4 .5 8 6 0 2 .000

Bond (SE) -2 3 .2 6 5 0 0 6 .4 3 1 2 2 .178

Prime&Bond (SE) - 4 1 .0 8 4 1 7 0 5 .3 8 9 8 5 .000

Bond (S3) - 2 5 .2 0 0 0 0 0 4 .0 2 1 2 0 .000

Bond (Adper) 1 4 .8 3 9 1 7 5 .1 7 7 4 0 .582

Bond(SMP) Control -1 1 .3 5 9 1 7 7 .4 4 5 0 6 1 .000

Saliva 6 3 .8 8 5 0 0 0 4 .1 2 7 8 6 .000

Acid  (SMP) 4 6 .3 3 8 3 3 0 4 .5 3 6 7 6 .000

Acid+Bond (SMP) -1 .4 2 2 5 0 5 .3 3 2 3 9 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 6 .3 5 7 5 0 4 .1 5 1 1 9 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - .2 4 2 5 0 4 .2 3 6 1 8 1 .000

Prime&Bond (One-step) - .8 0 0 8 3 4 .4 2 5 8 6 1 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 1 3 .1 2 8 3 3 5 .1 2 3 9 4 .807

Prime (SE) .0 7 6 6 7 4 .8 1 0 4 4 1 .000

Bond (SE) 2 3 .0 7 3 3 3 6 .5 9 3 1 2 .209

Prime&Bond (SE) 5 .2 5 4 1 7 5 .5 8 2 0 5 1 .000

Bond (S3) 2 1 .1 3 8 3 3 0 4 .2 7 5 3 7 .006
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Mean

(1) group (J) group Difference (l-J) Std. Error Sig.

Bond (Adper) 6 1 .1 7 7 5 0 0 5 .3 7 7 2 0 .000

Acid+Bond (SMP) Control -9 .9 3 6 6 7 7 .8 2 1 2 7 1 .000

Saliva 6 5 .3 0 7 5 0 0 4 .7 7 3 1 2 .000

Acid  (SMP) 4 7 .7 6 0 8 3 0 5 .1 3 0 8 5 .000

Bond(SMP) 1 .4 2 2 5 0 5 .3 3 2 3 9 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 7 .7 8 0 0 0 4 .7 9 3 3 0 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) 1 .18 00 0 4 .8 6 7 1 0 1.000

Prime&Bond (One-Step) .6 2 1 6 7 5 .0 3 3 0 5 1.000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 1 4 .5 5 0 8 3 5 .6 5 6 6 9 .798

Prime (SE) 1 .4 9 9 1 7 5 .3 7 4 3 6 1.000

Bond (SE) 2 4 .4 9 5 8 3 7 .0 1 5 1 8 .188

Prime&Bond (SE) 6 .6 7 6 6 7 6 .0 7 4 7 6 1.000

Bond (S3) 2 2 .5 6 0 8 3 0 4 .9 0 1 2 4 .018

Bond (Adper) 6 2 .6 0 0 0 0 0 5 .8 8 7 0 7 .000

Prime&Bond

(OP-solo)

Control
-1 7 .7 1 6 6 7 7 .0 6 8 9 7 .903

Saliva 5 7 .5 2 7 5 0 0 3 .4 0 3 0 3 .000

Acid  (SMP) 3 9 .9 8 0 8 3 0 3 .88891 .000

Bond(SMP) -6 .3 5 7 5 0 4 .1 5 1 1 9 1.000

Acid+B ond (SMP) -7 .7 8 0 0 0 4 .7 9 3 3 0 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -6 .6 0 0 0 0 3 .5 3 3 6 4 .999

Prime&Bond (One-step) -7 .1 5 8 3 3 3 .7 5 8 9 4 .999

Acid+Prim e&Bond(One-step) 6 .7 7 0 8 3 4 .5 6 0 2 8 1.000

Prime (SE) -6 .2 8 0 8 3 4 .2 0 4 9 7 1.000

Bond (SE) 1 6 .7 1 5 8 3 6 .1 6 5 2 8 .773

Prime&Bond (SE) -1 .1 0 3 3 3 5 .0 6 9 5 8 1.000

Bond (S3) 1 4 .7 8 0 8 3 0 3 .5 8 0 5 2 .040

Bond (Adper) 5 4 .8 2 0 0 0 0 4 .8 4 3 1 0 .000
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Mean

(1) group (J) group Difference (l-J) Std. Error Sig.

Acid+Prime&Bond

(OP-solo)

Control
-11.11667 7.11921 1.000

Saliva 64.127500 3.50621 .000

Acid  (SMP) 46.580830 3.97951 .000

Bond(SMP) .24250 4.23618 1.000

Acid+Bond (SMP) -1.18000 4.86710 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 6.60000 3.53364 .999

Prime&Bond (One-Step) -.55833 3.85260 1.000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 13.37083 4.63779 .580

Prime (SE) .31917 4.28889 1.000

Bond (SE) 23.31583 6.22283 .157

Prime&Bond (SE) 5.49667 5.13941 1.000

Bond (S3) 21.380830 3.67872 .001

Bond (Adper) 61.420000 4.91615 .000

Prime&Bond

(One-step)

Control
-10.55833 7.23369 1.000

Saliva 64.685830 3.73316 .000

Acid (SMP) 47.139170 4.18085 .000

Bond(SMP) .80083 4.42586 1.000

Acid+Bond (SMP) -.62167 5.03305 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 7.15833 3.75894 .999

Acid+Prime&Bond(OP-solo) .55833 3.85260 1.000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 13.92917 4.81166 .555

Prime (SE) .87750 4.47634 1.000

Bond (SE) 23.87417 6.35347 .141

Prime&Bond (SE) 6.05500 5.29684 1.000

Bond (S3) 21.939170 3.89564 .001

Bond (Adper) 61.978330 5.08050 .000
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Mean

(1) group (J) group Difference (l-J) Std. Error Sig.

Acid+Prime&Bond

(One-step)

Control
-2 4 .4 8 7 5 0 7 .6 8 0 6 7 .377

Saliva 5 0 .7 5 6 6 7 (* ) 4 .5 3 9 0 6 .000

Acid  (SMP) 3 3 .2 1 0 0 0 (ๆ 4 .9 1 3 8 6 .000

Bond(SMP) -1 3 .1 2 8 3 3 5 .1 2 3 9 4 .807

Acid+Bond (SMP) -1 4 .5 5 0 8 3 5 .6 5 6 6 9 .798

Prime&Bond (OP-solo) -6 .7 7 0 8 3 4 .5 6 0 2 8 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -1 3 .3 7 0 8 3 4 .6 3 7 7 9 .580

Prime&Bond (One-Step) -1 3 .9 2 9 1 7 4 .8 1 1 6 6 .555

Prime (SE) -1 3 .0 5 1 6 7 5 .16761 .831

Bond (SE) 9 .9 4 5 0 0 6 .8 5 8 0 7 1 .000

Prime&Bond (SE) -7 .8 7 4 1 7 5 .8 9 2 6 3 1 .000

Bond (S3) 8 .0 1 0 0 0 4 .6 7 3 6 0 1 .000

Bond (Adper) 4 8 .0 4 9 1 7(*) 5 .6 9 8 9 5 .000

Prime (SE) Control -1 1 .4 3 5 8 3 7 .4 7 5 1 8 1 .000

Saliva 6 3 .8 0 8 3 3 0 4 .1 8 1 9 4 .000

Acid  (SMP) 4 6 .2 6 1 6 7 0 4 .5 8 6 0 2 .000

Bond(SMP) -.0 7 6 6 7 4 .8 1 0 4 4 1 .000

Acid+Bond (SMP) -1 .4 9 9 1 7 5 .3 7 4 3 6 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 6 .2 8 0 8 3 4 .2 0 4 9 7 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - .3 1 9 1 7 4 .2 8 8 8 9 1 .000

Prime&Bond (One-Step) - .8 7 7 5 0 4 .4 7 6 3 4 1 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 3 .0 5 1 6 7 5 .16761 .831

Bond (SE) 2 2 .9 9 6 6 7 6 .6 2 7 1 2 .219

Prime&Bond (SE) 5 .1 7 7 5 0 5 .6 2 2 1 6 1 .000

Bond (S3) 2 1 .0 6 1 6 7 0 4 .3 2 7 6 0 .008

Bond (Adper) 6 1 .1 0 0 8 3 0 5 .4 1 8 8 2 .000



8 8

(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) std. Error Sig.

Bond (SE) Control -3 4 .4 3 2 5 0 8 .7 2 9 6 8 .063

Saliva 4 0 .8 1 1 6 7 0ๆ 6 .1 4 9 6 0 .001

Acid  (SMP) 2 3 .2 6 5 0 0 6 .4 3 1 2 2 .178

Bond(SMP) -2 3 .0 7 3 3 3 6 .5 9 3 1 2 .209

Acid+Bond (SMP) -2 4 .4 9 5 8 3 7 .0 1 5 1 8 .188

Prime&Bond (OP-solo) -1 6 .7 1 5 8 3 6 .1 6 5 2 8 .773

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -2 3 .3 1 5 8 3 6 .2 2 2 8 3 .157

Prime&Bond (One-Step) -2 3 .8 7 4 1 7 6 .3 5 3 4 7 .141

Acid+Prime&Bond(One-step) -9 .9 4 5 0 0 6 .8 5 8 0 7 1.000

Prime (SE) -2 2 .9 9 6 6 7 6 .6 2 7 1 2 .219

Prime&Bond (SE) -1 7 .8 1 9 1 7 7 .2 0 6 7 7 .869

Bond (S3) -1 .9 3 5 0 0 6 .2 4 9 5 7 1.000

Bond (Adper) 3 8 .1 0 4 1 7 0 7 .0 4 9 3 0 .002

Prime&bond (SE) Control -1 6 .6 1 3 3 3 7 .9 9 3 5 7 .992

Saliva 5 8 .6 3 0 8 3 0 5 .0 5 0 5 0 .000

Acid  (SMP) 4 1 .0 8 4 1 7 0 5 .3 8 9 8 5 .000

Bond(SMP) -5 .2 5 4 1 7 5 .5 8 2 0 5 1.000

Acid+Bond (SMP) -6 .6 7 6 6 7 6 .0 7 4 7 6 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 1 .1 0 3 3 3 5 .0 6 9 5 8 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -5 .4 9 6 6 7 5 .13941 1.000

Prime&Bond (One-Step) -6 .0 5 5 0 0 5 .2 9 6 8 4 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 7 .8 7 4 1 7 5 .8 9 2 6 3 1.000

Prime (SE) -5 .1 7 7 5 0 5 .6 2 2 1 6 1.000

Bond (SE) 1 7 .8 1 9 1 7 7 .2 0 6 7 7 .869

Bond (S3) 1 5 .8 8 4 1 7 5 .1 7 1 7 5 .454

Bond (Adper) 5 5 .9 2 3 3 3 0 6 .1 1 4 1 3 .000
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) Std. Error Sig.

Bond (S3) Control -32.497500 7.14260 .038

Saliva 42.746670 3.55345 .000

Acid (SMP) 25.200000 4.02120 .000

Bond(SMP) -21.138330 4.27537 .006

Acid+Bond (SMP) -22.560830 4.90124 .018

Prime&Bond (OP-solo) -14.780830 3.58052 .040

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -21.380830 3.67872 .001

Prime&Bond (One-Step) -21.939170 3.89564 .001

Acid+Prime&Bond(One-step) -8.01000 4.67360 1.000

Prime (SE) -21.061670 4.32760 .008

Bond (SE) 1.93500 6.24957 1.000

Prime&Bond (SE) -15.88417 5.17175 .454

Bond (Adper) 40.039170 4.94995 .000

Bond (Adper) Control -72.536670 7.85189 .000

Saliva 2.70750 4.82312 1.000

Acid (SMP) -14.83917 5.17740 .582

Bond(SMP) -61.177500 5.37720 .000

Acid+Bond (SMP) -62.600000 5.88707 .000

Prime&Bond (OP-solo) -54.820000 4.84310 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -61.420000 4.91615 .000

Prime&Bond (One-Step) -61.978330 5.08050 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) -48.049170 5.69895 .000

Prime (SE) -61.100830 5.41882 .000

Bond (SE) -38.104170 7.04930 .002

Prime&Bond (SE) -55.923330 6.11413 .000

Bond (S3) -40.039170 4.94995 .000

* The mean difference is significant at the .05 level.
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ผลการเปรียบเทียบเซิงซ้อนโดยบอนเฟอโรนิ (Bonferroni) ในส่วนที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบ

กลุ่มทีมการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชื่นเรชินคอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วย'นาลาย

ด้วยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทช์

Mean

(1) group (J) group Difference (l-J) Std. Error Sig.

Acid (SMP) Bond(SMP) -46.33833(ๆ 4.57664 .000

Acid+Bond (SMP) -47.760830ๆ 4.57664 .000

Prime&Bond (OP-solo) -39.980830ฯ 4.57664 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -46.58083(ๆ 4.57664 .000

Prime&Bond (One-Step) -47.139170*) 4.57664 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) -33.21000(ๆ 4.57664 .000

Bond(SMP) Acid (SMP) 46.33833(ๆ 4.57664 .000

Acid+Bond (SMP) -1.42250 4.57664 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 6.35750 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -.24250 4.57664 1.000

Prime&Bond (One-step) -.80083 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 13.12833 4.57664 .112

Acid+Bond (SMP) Acid (SMP) 47.760830*) 4.57664 .000

Bond(SMP) 1.42250 4.57664 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 7.78000 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) 1.18000 4.57664 1.000

Prime&Bond (One-Step) .62167 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 14.550830 4.57664 .045

Prime&Bond

(OP-solo)

Acid (SMP)
39.980830 4.57664 .000

Bond(SMP) -6.35750 4.57664 1.000

Acid+Bond (SMP) -7.78000 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -6.60000 4.57664 1.000

Prime&Bond (One-Step) -7.15833 4.57664 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 6.77083 4.57664 1.000
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Mean

(I) group (J) group Difference (l-J) Std. Error Sig.

Acid+Prime&Bond

(OP-solo)

Acid  (SMP)
4 6 .5 8 0 8 3 (* ) 4 .5 7 6 6 4 .000

Bond(SMP) .2 4 2 5 0 4 .5 7 6 6 4 1 .000

A cid+B ond (SMP) -1 .1 8 0 0 0 4 .5 7 6 6 4 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 6 .6 0 0 0 0 4 .5 7 6 6 4 1.000

Prime&Bond (One-Step) - .5 5 8 3 3 4 .5 7 6 6 4 1 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 3 .3 7 0 8 3 4 .5 7 6 6 4 .096

Prime&Bond

(One-step)

Acid  (SMP)
4 7 .1 3 9 1 7 (ๆ 4 .5 7 6 6 4 .000

Bond(SMP) .8 0 0 8 3 4 .5 7 6 6 4 1.000

A cid+B ond  (SMP) -.6 2 1 6 7 4 .57 66 4 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 7 .1 5 8 3 3 4 .57 66 4 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) .5 5 8 3 3 4 .5 7 6 6 4 1 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 3 .9 2 9 1 7 4 .57 66 4 .067

Acid+Prime&Bond

(One-step)

Acid  (SMP)
3 3 .2 1 0 0 0 (* ) 4 .5 7 6 6 4 .000

Bond(SMP) -1 3 .1 2 8 3 3 4 .5 7 6 6 4 .112

A cid+B ond  (SMP) - 1 4 .5 5 0 8 3 0 4 .5 7 6 6 4 .045

Prime&Bond (OP-solo) -6 .7 7 0 8 3 4 .5 7 6 6 4 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -1 3 .3 7 0 8 3 4 .5 7 6 6 4 .096

Prime&Bond (One-Step) -1 3 .9 2 9 1 7 4 .5 7 6 6 4 .067

* The mean difference is significant at the .05 level.
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ผลการเปรียบเทียบเชิงช้อนโดยแทมเฮนรโที2 (Tamhane’s T2) ในส่วนที' 3

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตที่มีการ

ปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วย'วิธีการ'ใช้ลารยึดติด'ชนิดเซลฟ้เอทช์

(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) Std. Error Sig.

Prime (SE) Bond (SE) 22.99667(*) 6.62712 .027

Prime&Bond (SE) 5.17750 5.62216 .990

Bond (S3) 21.06167H 4.32760 .001

Bond (Adper) 61.100830 5.41882 .000

Bond (SE) Prime (SE) -22.996670 6.62712 .027

Prime&Bond (SE) -17.81917 7.20677 .200

Bond (S3) -1.93500 6.24957 1.000

Bond (Adper) 38.104170 7.04930 .000

Prime&Bond (SE) Prime (SE) -5.17750 5.62216 .990

Bond (SE) 17.81917 7.20677 .200

Bond (S3) 15.88417 5.17175 .064

Bond (Adper) 55.923330 6.11413 .000

Bond (S3) Prime (SE) -21.061670 4.32760 .001

Bond (SE) 1.93500 6.24957 1.000

Prime&Bond (SE) -15.88417 5.17175 .064

Bond (Adper) 40.039170 4.94995 .000

Bond (Adper) Prime (SE) -61.100830 5.41882 .000

Bond (SE) -38.104170 7.04930 .000

Prime&Bond (SE) -55.923330 6.11413 .000

Bond (S3) -40.039170 4.94995 .000

The mean difference is significant at the .05 level.
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ผลการเปรียบเทียบเชิงช้อนโดยแทมเฮนส่’ ท ี2 (Tamhane's T2) ในส่วนที, 4

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชินคอมโพสิตที่ม ีการ

ปนเปีอนด้วย‘นาลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทช์และเซลฟัเอทซ์

(1) group (ช) group

Mean

Difference (l-J) s td . Error Sig.

Acid (SMP) Bond(SMP) - 4 6 .3 3 8 3 3 0 4 .5 3 6 7 6 .000

Acid+Bond (SMP) - 4 7 .7 6 0 8 3 0 5 .1 3 0 8 5 .000

Prime&Bond (OP-solo) - 3 9 .9 8 0 8 3 0 3 .88891 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - 4 6 .5 8 0 8 3 0 3 .97951 .000

Prime&Bond (One-Step) - 4 7 .1 3 9 1 7 0 4 .1 8 0 8 5 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) - 3 3 .2 1 0 0 0 0 4 .9 1 3 8 6 .000

Prime (SE) - 4 6 .2 6 1 6 7 0 4 .5 8 6 0 2 .000

Bond (SE) -2 3 .2 6 5 0 0 6 .4 3 1 2 2 .133

Prime&Bond (SE) - 4 1 .0 8 4 1 7 0 5 .3 8 9 8 5 .000

Bond (S3) - 2 5 .2 0 0 0 0 0 4 .0 2 1 2 0 .000

Bond (Adper) 1 4 .8 3 9 1 7 5 .1 7 7 4 0 .468

Bond(SMP) Acid  (SMP) 4 6 .3 3 8 3 3 0 4 .5 3 6 7 6 .000

Acid+B ond (SMP) -1 .4 2 2 5 0 5 .3 3 2 3 9 1 .000

Prime&Bond (OP-soio) 6 .3 5 7 5 0 4 .1 5 1 1 9 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - .2 4 2 5 0 4 .2 3 6 1 8 1 .000

Prime&Bond (One-Step) - .8 0 0 8 3 4 .4 2 5 8 6 1 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 3 .1 2 8 3 3 5 .1 2 3 9 4 .697

Prime (SE) .0 7 6 6 7 4 .8 1 0 4 4 1 .000

Bond (SE) 2 3 .0 7 3 3 3 6 .5 9 3 1 2 .156

Prime&Bond (SE) 5 .2 5 4 1 7 5 .5 8 2 0 5 1 .000

Bond (S3) 2 1 .1 3 8 3 3 0 4 .2 7 5 3 7 .005

Bond (Adper) 6 1 .1 7 7 5 0 0 5 .3 7 7 2 0 .000

Acid+Bond (SMP) Acid  (SMP) 4 7 .7 6 0 8 3 0 5 .1 3 0 8 5 .000

Bond(SMP) 1 .4 2 2 5 0 5 .3 3 2 3 9 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 7 .7 8 0 0 0 4 .7 9 3 3 0 1 .000
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) std. Error Sig.

Acid+Prime&Bond(OP-solo) 1 .18 00 0 4 .8 6 7 1 0 1 .000

Prime&Bond (One-Step) .6 21 67 5 .0 3 3 0 5 1 .000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 4 .5 5 0 8 3 5 .6 5 6 6 9 .686

Prime (SE) 1 .49917 5 .3 7 4 3 6 1 .000

Bond (SE) 2 4 .4 9 5 8 3 7 .0 1 5 1 8 .140

Prime&Bond (SE) 6 .6 7 6 6 7 6 .0 7 4 7 6 1 .000

Bond (S3) 2 2 .5 6 0 8 3 (*) 4 .9 0 1 2 4 .013

Bond (Adper) 6 2 .6 0 0 0 0 0 5 .8 8 7 0 7 .000

Prime&Bond A cid  (SMP)
3 9 .9 8 0 8 3 0 3 .88891 .0 00

(OP-solo)

Bond(SMP) -6 .3 5 7 5 0 4 .1 5 1 1 9 1 .000

A cid+B ond (SMP) -7 .7 8 0 0 0 4 .7 9 3 3 0 1 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -6 .6 0 0 0 0 3 .5 3 3 6 4 .994

Prime&Bond (One-Step) -7 .1 5 8 3 3 3 .7 5 8 9 4 .992

Acid+Prime&Bond(One-step) 6 .7 7 0 8 3 4 .5 6 0 2 8 1 .000

Prime (SE) -6 .2 8 0 8 3 4 .2 0 4 9 7 1 .000

Bond (SE) 1 6 .7 1 5 8 3 6 .1 6 5 2 8 .6 59

Prime&Bond (SE) -1 .1 0 3 3 3 5 .0 6 9 5 8 1 .000

Bond (S3) 1 4 .7 8 0 8 3 0 3 .5 8 0 5 2 .029

Bond (Adper) 5 4 .8 2 0 0 0 0 4 .8 4 3 1 0 .000

Acid+Prime&Bond A cid  (SMP)
4 6 .5 8 0 8 3 0 3 .97951 .000

(OP-solo)

Bond(SMP) .2 4 2 5 0 4 .2 3 6 1 8 1 .00 0

A cid+B ond (SMP) -1 .1 8 0 0 0 4 .8 6 7 1 0 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 6 .6 0 0 0 0 3 .5 3 3 6 4 .994

Prime&Bond (One-Step) - .5 5 8 3 3 3 .8 5 2 6 0 1 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) 1 3 .3 7 0 8 3 4 .6 3 7 7 9 .467

Prime (SE) .3 1 9 1 7 4 .2 8 8 8 9 1 .000
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) Std. Error Sig.

Bond (SE) 23.31583 6.22283 .117

Prime&Bond (SE) 5.49667 5.13941 1.000

Bond (รร) 21.380830 3.67872 .001

Bond (Adper) 61.420000 4.91615 .000

Prime&Bond Acid (SMP)
47.139170 4.18085 .000

(One-step)

Bond(SMP) .80083 4.42586 1.000

Acid+Bond (SMP) -.62167 5.03305 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 7.15833 3.75894 .992

Acid+Prime&Bond(OP-solo) .55833 3.85260 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 13.92917 4.81166 .444

Prime (SE) .87750 4.47634 1.000

Bond (SE) 23.87417 6.35347 .105

Prime&Bond (SE) 6.05500 5.29684 1.000

Bond (รร) 21.939170 3.89564 .001

Bond (Adper) 61.978330 5.08050 .000

Acid+Prime&Bond Acid (SMP)
33.210000 4.91386 .000

(One-step)

Bond(SMP) -13.12833 5.12394 .697

Acid+Bond (SMP) -14.55083 5.65669 .686

Prime&Bond (OP-solo) -6.77083 4.56028 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -13.37083 4.63779 .467

Prime&Bond (One-Step) -13.92917 4.81166 .444

Prime (SE) -13.05167 5.16761 .725

Bond (SE) 9.94500 6.85807 1.000

Prime&Bond (SE) -7.87417 5.89263 1.000

Bond (รร) 8.01000 4.67360 .999

Bond (Adper) 48.049170 5.69895 .000
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) std. Error Sig.

Prime (SE) Acid  (SMP) 4 6 .2 6 1 6 7 (ๆ 4 .5 8 6 0 2 .000

Bond(SMP) -.0 7 6 6 7 4 .8 1 0 4 4 1.000

Acid+Bond (SMP) -1 .4 9 9 1 7 5 .3 7 4 3 6 1.000

Prime&Bond (OP-solo) 6 .2 8 0 8 3 4 .2 0 4 9 7 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) - .3 1 9 1 7 4 .2 8 8 8 9 1 .000

Prime&Bond (One-Step) - .8 7 7 5 0 4 .4 7 6 3 4 1.000

Acid+Prime&Bond(One-step) 1 3 .0 5 1 6 7 5 .16761 .725

Bond (SE) 2 2 .9 9 6 6 7 6 .6 2 7 1 2 .164

Prime&Bond (SE) 5 .1 7 7 5 0 5 .6 2 2 1 6 1 .000

Bond (S3) 2 1 .0 6 1 6 7 (* ) 4 .3 2 7 6 0 .006

Bond (Adper) 6 1 .1 0 0 8 3 H 5 .4 1 8 8 2 .000

Bond (SE) Acid  (SMP) 2 3 .2 6 5 0 0 6 .4 3 1 2 2 .133

Bond(SMP) -2 3 .0 7 3 3 3 6 .5 9 3 1 2 .156

Acid+Bond (SMP) -2 4 .4 9 5 8 3 7 .0 1 5 1 8 .140

Prime&Bond (OP-solo) -1 6 .7 1 5 8 3 6 .1 6 5 2 8 .659

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -2 3 .3 1 5 8 3 6 .2 2 2 8 3 .117

Prime&Bond (One-Step) -2 3 .8 7 4 1 7 6 .3 5 3 4 7 .105

Acid+Prime&Bond(One-step) -9 .9 4 5 0 0 6 .8 5 8 0 7 1 .000

Prime (SE) -2 2 .9 9 6 6 7 6 .6 2 7 1 2 .164

Prime&Bond (SE) -1 7 .8 1 9 1 7 7 .2 0 6 7 7 .772

Bond (S3) -1 .9 3 5 0 0 6 .2 4 9 5 7 1 .000

Bond (Adper) 3 8 .1 04 1 70 *) 7 .0 4 9 3 0 .002

Prime&Bond (SE) Acid  (SMP) 4 1 .0 8 4 1 7 ( ๆ 5 .3 8 9 8 5 .000

Bond(SMP) -5 .2 5 4 1 7 5 .5 8 2 0 5 1 .000

Acid+Bond (SMP) -6 .6 7 6 6 7 6 .0 7 4 7 6 1 .000

Prime&Bond (OP-solo) 1 .1 0 3 3 3 5 .0 6 9 5 8 1.000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -5 .4 9 6 6 7 5 .13941 1.000

Prime&Bond (One-step) -6 .0 5 5 0 0 5 .2 9 6 8 4 1.000
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(1) group (J) group

Mean

Difference (l-J) std. Error Sig.

Acid+Prime&Bond(One-step) 7.87417 5.89263 1.000

Prime (SE) -5.17750 5.62216 1.000

Bond (SE) 17.81917 7.20677 .772

Bond (S3) 15.88417 5.17175 .355

Bond (Adper) 55.923330 6.11413 .000

Bond (S3) Acid  (SMP) 25.200000 4.02120 .000

Bond(SMP) -21.138330 4.27537 .005

Acid+Bond (SMP) -22.560830 4.90124 .013

Prime&Bond (OP-solo) -14.780830 3.58052 .029

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -21.380830 3.67872 .001

Prime&Bond (One-Step) -21.939170 3.89564 .001

Acid+Prim e&Bond(One-step) -8.01000 4.67360 .999

Prime (SE) -21.061670 4.32760 .006

Bond (SE) 1.93500 6.24957 1.000

Prime&Bond (SE) -15.88417 5.17175 .355

Bond (Adper) 40.039170 4.94995 .000

Bond (Adper) Acid  (SMP) -14.83917 5.17740 .468

Bond(SMP) -61.177500 5.37720 .000

Acid+Bond (SMP) -62.600000 5.88707 .000

Prime&Bond (OP-solo) -54.820000 4.84310 .000

Acid+Prime&Bond(OP-solo) -61.420000 4.91615 .000

Prime&Bond (One-Step) -61.978330 5.08050 .000

Acid+Prim e&Bond(One-step) -48.049170 5.69895 .000

Prime (SE) -61.100830 5.41882 .000

Bond (SE) -38.104170 7.04930 .002

Prime&Bond (SE) -55.923330 6.11413 .000

Bond (S3) -40.039170 4.94995 .000

* The mean difference is significant at the .05 level.
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รายละเอียดของวัสดุสารยึดติด (ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิต)
Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus (3M ESPE. USA)

Lot 20050614 

EXP.2008-05

(จาก 3M ESPE., Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus, total etch adhesive system: 

Instructions for use., Minnesota ,USA)

องค ์ประกอบ

Primer; HEMA, polyalkenoic copolymer 

Activator; ethanol solution in sulfinic acid salt 

Adhesive; Bis-GMA, HEMA 

Catalyst ; Bis-GMA 1HEMA

ข้อบ่งใช้

ใช้ในงานอ!rect Resin Composite และงานเรือมต่อResin CompositedะResin Composited 

ว ิธ ีใช ้
1. Etch enamel and dentin phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly for 15 

seconds. Remove excess water with brief burst of air for 2 seconds, leaving the 

dentin and enamel slightly but visibly moist with a shiny surface.

2. Dispense PRIMER into the provided mixing well. Thoroughly saturate the brush 

tip and apply 1 coat, thoroughly dry gently air stream all surface for 5 seconds.

3. Dispense ADHESIVE into the provided mixing well. Thoroughly saturate the 

brush tip and apply 1 coat, thoroughly dry gently air thin for 3 seconds.

4. Light-cure for 20 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพสิตนั้นให้ทำการ etch พ้ืนผิวเรชิน คอมโพสิต 

เป็นเวลา 15 วินาทีในลักษณะเดียวกับการ etch บน enamel และ dentin แต่ทำการเป้าลม 

ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนการทาสารยึดติด)



า 02

QptiBond Solo™ Plus (sds/Kerr. USA)

(จาก sds/Kerr Inc., OptiBond Solo™ Plus adhesive system: A guide for using., 

California 1USA)

Lot 429914 

EXP.2007-01

องค ์ประกอบ

GPDM, BIS-GMA, HEMA.GDM, barium glass, ethanol

ข้อปงใช้

ใช้ในงานอirect Resin Composite และงานเชือมต่อResin CompositeurะResin Composite^ 

ว ิธ ีใช ้
1. Etch enamel and dentin phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly. 

Remove excess water with brief burst of air, leaving the dentin and enamel 

slightly but visibly moist with a shiny surface.

2. Dispense 1 drops of OptiBond Solo Plus into the provided mixing well, mix withl 

drops of OptiBond Solo Plus Activator for 3 seconds with Kerr applicator tip for 

15 seconds.

3. Air thin for 3 seconds.

4. Light-cure for 20 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างซั้นเรชิน คอมโพลิตนั้นให้ทำการ etch พื้นผิวเรชิน คอมโพลิต 

เป็นเวลา 15 วินาที ในลักษณะเดียวกับการ etch บน enamel และ dentin แต่ทำการเป่าลม 

ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนการทาสารยึดติด)



ONE-STEP®(Bisco.USA)

(จาก Bisco Inc.,One-Step light-cured universal dental adhesive system: Instructions 

for use., Illinois 1USA)

Lot 0500001478 

EXP.2006-10

องค ์ประกอบ

BDPM, BIS-GMA, HEMA, and acetone

ข้อบ่งใช้

ใช้ในงานDirect Resin Composite และงานเชือมต่อResin Compositeurะ Resin Composited 

ว ิธ ีใช ้
1. Etch enamel and dentin phosphoric acid (ETCH-37™ or UNI-ETCH®) for 15 

seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water with brief burst of air, leaving 

the dentin and enamel slightly but visibly moist with a shiny surface.

2. Dispense 2 drops of One-Step into the provided mixing well. Thoroughly saturate 

the brush tip and apply 1 coat of adhesive. Thoroughly saturate brush tip again 

and apply 1 more coat. Do not dry between coats! After the second coat, 

thoroughly dry all surface for 10 seconds.

3. Light-cure for 10 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตนั้นให้ทำการ etch พ้ืนผิวเรชิน คอมโพสิต

เป็นเวลา 15 วินาที ในลักษณะเดียวกับการ etch บน enamel และ dentin แต่ทำการเป่าลม

ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนการทาสารยึดติด)
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CLEARFIL ™ SE BOND X (Kurarav. Japan)

(จาก Kuraray Medical Inc., CLEARFIL™ SE BOND X light-cured bonding system: 

Instructions for use., Okayama .Japan)

Lot 81112 

EXP.2007-05

องค ์ประกอบ

Primer ; MDP, HEMA and water

Bond ; MDP, BIS-GMA, HEMA and Silanated colloidal silica 

ข้อบ่งใช้

ใช้ในงานDirect Resin Composite และงานเชือมต่อResin CompositeurะResin Composited

ร) î/
วิธ iช

1. Etch uncut enamel with phosphoric acid (K-ETCHANT GEL) for 10 seconds. 

Rinse with water, and then dry.

2. Dispense the necessary amount of PRIMER into the provided mixing well. 

Thoroughly saturate the brush tip and apply 1 coat. Leave it in place for 10 

seconds. Thoroughly dry all surface by mild oil-free air.

3. Dispense the necessary amount of BOND into the provided mixing well. 

Thoroughly saturate the brush tip and apply 1 coat. Make the BOND film as 

uniform as possible using gentle oil-free air stream.

4. Light-cure for 10 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตนั้นให้ทำการทาสารยึดติดบนพื้นผิวเรชิน 

คอมโพสิต ในลักษณะเดียวกับบน enamel และ dentin)

(CAUTION ; Etch uncut enamel with K-ETCHANT GEL for 10 seconds. Rinse with 

water, and then dry. Overfilling of resin onto unetched, uncut enamel could cause 

marginal discoloration)
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Adper™ Prompt™ (3M ESPE. USA)

(จาก 3M ESPE., Adper™ Prompt™ light-cured, self-etch adhesive system: Instructions 

for use., Minnesota 1 USA)

Lot 182693 

EXP.2006-04

องค ์ประกอบ

Bottle A; Methacrylated phosphoric ester, Bis-GMA 

Bottle B; HEMA, Polyalkenoic acid, water

ข้อบ่งใช้

ใช้ในงาน Direct Resin Composite และงาน Sealant 

ว ิธ ีใช ้
1. Dispense 1 drop of Bottle A into the provided mixing well .Mix with 1 drop of 

Bottle B.

2. Mix both components with a disposable applicator until clear, yellowish solution 

without streaking results. Thoroughly saturate the brush tip and apply 1 coat.

The adhesive must be massaged over the surface. Make the BOND film as a thin 

layer using gentle oil-free air stream.

3. Thoroughly saturate brush tip again and apply 1 more coat. Do not massage 

over this surface. After the second coat, make the BOND film as a thin layer 

using gentle oil-free air stream again.

4. Light-cure for 10 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างซนเรชิน คอมโพลิตนั้นให้ทำการทาสารยึดติดบนพี้นผิวเรชิน

คอมโพลิต ในลักษณะเดียวกับบน enamel และ dentin)
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CLEARFIL™ ร3BOND (Kurarav. Japan)

(จาก Kuraray Medical Inc., CLEARFIL™ ร3 BOND a single-component, light-cured 

bonding system: Instructions for use., Okayama 1Japan)

Lot 028AA 

EXP.2007-04

องค ์ประกอบ

MDP, BIS-GMA, HEMA, Silanated colloidal silica, Ethyl alcohol and water 

ข้อบ่งใช้

ใช้ในงานDirect Resin Composite และงานเรือมต่อResin CompositeilละResin Composited 

ว ิธ ีใช ้
1. Etch uncut enamel with phosphoric acid (K-ETCHANT GEL) for 10 seconds. 

Rinse with water, and then dry.

2. Dispense the necessary amount of BOND into the provided mixing well. 

Thoroughly saturate the brush tip and apply 1 coat. Leave it in place for 20 

seconds. Thoroughly dry all surface by blowing high-pressure oil-free air for 

more than 5 seconds.

3. Light-cure for 10 seconds.

(ในกรณีทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพลิตนั้นให้ทำการทาสารยึดติดบนพื้นผิวเรซิน 

คอมโพลิต ในลักษณะเดียวกับบน enamel และ dentin)

{CAUTION ; Etch uncut enamel with K-ETCEIANT GEL for 10 seconds. Rinse with 

water, and then dry. Overfilling of resin onto unetched, uncut enamel could cause 

marginal discoloration)
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ประวิติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นาง ลินดา ล้ีไวโรจน์ (นามสกุลเดิม ลาภะวัฒนะ) เกิดวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2522 ท่ีเมือง 

รอลล่า มลรัฐ มิสซู่รี่ ประเทศ ลหรัฐอเมริกา จบการศึกษาระดิบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน 

ลตริวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเข้าศึกษาต่อในชั้น 

อุดมศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 โดยจบ 

การศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี 2546

หลังจบการศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานของรัฐฯในตำแหน่งทันตแพทย์ประจำ 

โรงพยาบาล ลังกัดแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 

2547 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาวิทยาศาลตรมหาบัณฑิต ในสาขาทันตกรรมหัตถการ ที่คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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